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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Klhlanordnung, umfassend zwei nebeneinander angeordnete,
scheibenférmige Halbleiterbauelemente, insbesondere Thyristoren, mit zueinander ungeféhr
parallel ausgerichteten Symmetrieachsen, welche mittels nur einer Spannvorrichtung zwischen
zwei Kuhlkérpereinheiten gespannt sind.

[0002] Halbleiterbauelemente erzeugen im Betrieb Warme, die abgefuhrt werden muss, um
eine Uberhitzung mit einem damit verbunden Leistungsabfall bis hin zur Zerstérung zu vermei-
den. Dies gilt vor allem fir Leistungs-Halbleiterbauelemente, welche fiir hohe Stréme ausgelegt
sind.

[0003] Um eine ausreichende Warmeabfuhr sicherzustellen, werden Leistungs-
Halbleiterbauelemente in der Regel scheibenférmig ausgebildet. Die beiden voneinander abge-
wandten Kreisflachen bilden dabei die elektrischen Kontaktflachen und sind gegen zwei Kuhl-
kérpereinheiten spannbar. Die Kihlkérpereinheiten sind thermisch und elektrisch mit dem Halb-
leiterbauelement verbunden und umfassen demnach geeignete Anschllsse zur Kontaktierung
innerhalb eines Schaltungsaufbaus.

[0004] Eine ausreichend groRe Spannkraft ist notwendig, um einen flachigen Kontakt zwischen
dem Halbleiterbauelement und den Kuhlkérpern sicherzustellen. Ein nur punktueller Kontakt
wirde den Warmeulbergang zwischen den in Kontakt befindlichen Flachen beeintrachtigen.

[0005] Einfache Anordnungen mit einem Halbleiterbauelement sind beispielsweise in der
DE 26 02 589 A1 und in der DE 42 11 426 C1 offenbart.

[0006] Insbesondere Thyristoren zur Phasenanschnittsteuerung héher Wechselstréme oder
Drehstrdome werden scheibenférmig ausgebildet. Hochleistungsthyristoren werden dabei mit
Kraften von bis zu 100 kN zwischen zwei Kuhlkérpereinheiten verspannt, um einen ausreichen-
den Warmeulbergang sicherzustellen. Diese Spannkraft wird in der Regel vom Hersteller eines
Halbleiterbauelements in engen Grenzen vorgegeben, um einen stérungsfreien Betrieb mit der
angegebenen Nennleistung zu erméglichen.

[0007] Nach dem Stand der Technik kennt man Spannvorrichtungen, mittels derer mehrere
scheibenférmige Halbleiterbauelemente gemeinsam mit Kihlkérpereinheiten verspannt werden.
Beispielsweise offenbart die DE 40 25 885 A1 eine Kuhlanordnung, bei der mehrere Halbleiter-
bauelemente zwischen mehreren Kiihlkérpereinheiten mit einer gemeinsamen Symmetrieachse
stapelférmig verspannt werden. Um zwei Halbleiterbauelemente innerhalb dieses Stapels paral-
lel zu schalten, ist es notwendig, zumindest zwei Kihlkdrpereinheiten elektrisch zu verbinden.

[0008] Zur einfachen Parallelschaltung zweier Halbleiterbauelemente kennt man deshalb auch
Spannvorrichtungen, innerhalb derer die Halbleiterbauelemente nebeneinander mit im Wesent-
lichen zueinander parallel ausgerichteten Symmetrieachsen angeordnet sind. Die beidseitig
gegen die Halbleiterbauelemente gepressten Kihlkdrpereinheiten schlieRen dabei die Halblei-
terbauelemente zu einer Parallelschaltung bzw. zu einer Antiparallelschaltung zusammen. Eine
derartige Anordnung ist beispielsweise aus der DE 32 23 532 A1 bekannt.

[0009] Beim gemeinsamen Verspannen zweier nebeneinander angeordneter Halbleiterbauele-
mente mussen die Maltoleranzen der Halbleiterbauelemente und der Spannvorrichtung be-
rucksichtigt werden, um die in engen Grenzen vorgegebene Spannkraft fir beide Halbleiterbau-
elemente sicherzustellen. Nach dem Stand der Technik umfasst eine Spannvorrichtung zu
diesem Zweck wenigstens ein Federelement, insbesondere eine Blattfeder. Das Federelement
ist in der Weise angeordnet, dass einstellbare Federkréfte in den beiden Symmetrieachsen der
Halbleiterbauelemente wirken. Beispielsweise offenbart die DE 22 32 953 A1 eine Anordnung
fur vier Halbleiterbauelemente, wobei jeweils zwei Halbleiterbauelemente Uber einen Zuganker
gegen zwei durchgangige Kuhlkdrper gepresst sind. Mittels jeweils einer Blattfeder wird die
Kraft des jeweiligen Zugankers in die Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente Ubertragen.
Derartige Vorrichtungen erfordern einerseits eine genaue Auslegung der Federkrafte und ande-
rerseits eine aufwendige Montage, um die Halbleiterbauelemente mit den Kuhlkdrpereinheiten
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in beiden Symmetrieachsen gleichmaRig mit den vorgegeben Kraften zu verspannen.

[0010] Eine andere Mdglichkeit, die Maltoleranzen auszugleichen besteht in der Teilung der
Kuhlkdrpereinheiten, sodass fur jedes Halbleiterbauelement auf jeder Seite ein eigener Kiihl-
korper vorgesehen ist. Eine derartige Anordnung ist in der US 6 107 711 A offenbart.

[0011] Man kennt auch Anordnungen, welche eine Verformung der Kuhlkérpereinheiten und
der Zuganker nutzen, um eine Vorspannkraft zu erzeugen. Eine entsprechende Offenbarung
findet sich in der US 3 955 122 A, wobei mehrere Halbleiterbauelemente in einer Ebene gegen
zwei durchgangige Kuhlkérper gepresst sind. Zur Verbesserung der Kuhlung weisen die Kuhl-
kérper Langsrippen auf. Jeweils zwei Halbleiterbauelemente sind mit einem Zuganker mit den
Kuhlkérpern verspannt. Da eine solche Konstruktion nur geringe Verformungen erlaubt, ist eine
hohe MaRgenauigkeit erforderlich.

[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die aus dem Stand der Technik bekannten
Kuhlvorrichtungen flr nebeneinander angeordnete Halbleiterbauelemente weiterzubilden.

[0013] Erfindungsgemafl wird diese Aufgabe gelést mit einer Kihlanordnung der eingangs
genannten Art, wobei die eine Kihlkorpereinheit an der den Halbleiterbauelementen abgewand-
ten Seite Langsrippen aufweist und im Bereich zwischen den beiden Halbleiterbauelementen
einen Schlitz quer durch die Langrippen zur Schwachung des Querschnitts aufweist und dass
die eine Kuhlkdrpereinheit mit der den Halbleiterbauelementen abgewandten Seite Uber punkt-
férmige Auflagen im Bereich der Symmetrieachsen gegen eine erste Druckplatte gedrtickt ist,
indem eine an die andere Kuhlkdrpereinheit gekoppelte zweite Druckplatte Uber Zuganker mit
der ersten Druckplatte verspannt ist.

[0014] Die Spannkréfte in den beiden Symmetrieachsen werden durch die Bestandteile der
Spannvorrichtung aufgebracht, wobei die in den Zugankern wirken Zugkrafte Uber die Druck-
platten und die punktférmigen Auflagen gleichmaRig auf die beiden in den Symmetrieachsen
der Halbleiterbauelementen wirkenden Spannkréfte Ubertragen werden. Die Schwéchung des
Querschnitts bzw. die Teilung der einen Kuhlkérpereinheit im Bereich zwischen den beiden
Halbleiterbauelementen bewirkt einen Ausgleich der MaRtoleranzen der Halbleiterbauelemente.
Die eine Kuhlkérpereinheit ist dabei in zwei gleichmaRig steife Abschnitte unterteilt, wobei jeder
dieser Abschnitte die jeweils Uber eine punktférmige Auflage eingeleitete Spannkraft auf ein
Halbleiterbauelement Ubertragt. Im Falle einer geteilten Kihlkérpereinheit sind die beiden Ab-
schnitte zur Parallelschaltung bzw. Antiparallelschaltung der Halbleiterbauelemente elektrisch
zu verbinden.

[0015] FUr den Maftoleranzausgleich ist es ausreichend, wenn nur eine der Kuhlkérpereinhei-
ten einen geschwachten Querschnitt oder eine Teilung im Bereich zwischen den Halbleiterbau-
elementen aufweist. Es ist jedoch erforderlich, dass diese eine Kihlkérpereinheit Uber die an-
gegeben punktférmigen Auflagen gegen eine Druckplatte gedrickt ist. Die Schwachung des
Querschnitts erfolgt im einfachsten Fall durch einen Schlitz auf der den Halbleiterbauelementen
abgewandten Seite der einen Kuhlkérpereinheit.

[0016] Neben dem einfachen Ausgleich der Maltoleranzen hat die erfindungsgeméRe Kuhlan-
ordnung den Vorteil, dass kein Federelement zur Aufbringung der Spannkraft notwendig ist.
Stattdessen wird eine ausreichend hohe und genaue Spannkraft in beiden Symmetrieachsen
durch das Zusammenwirken aller Elemente der Spannvorrichtung bereitgestellt, insbesondere
durch die Spannungen in der ersten Druckplatte und in den Zugankern.

[0017] Vorteilhaft ist es, wenn die beiden Halbleiterbauelemente antiparallel geschaltet sind.
Bei Verwendung zweier Thyristoren ist dann beispielsweise eine einfach aufgebaute Phasen-
anschnittsteuerung realisierbar. Dabei wird an jeder Kuhlkérpereinheit eine Stromschiene an-
gebracht, wobei eine Stromschiene Uber Sicherungen an einen Wechselstromleiter und die
andere Stromschiene Uber einen zu steuernden Verbraucher mit einem Nullleiter verbunden ist.

[0018] In einer einfachen Auspragung der Erfindung ist die eine Klhlkérpereinheit aus einem im
Wesentlichen quaderférmigen Kuhlkérper gebildet, welcher zur Schwéchung des Querschnitts
einen Schlitz aufweist. Ein derartiger Kuhlkérper ist einfach herzustellen und bietet eine ausrei-
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chende Kuhlfunktion fir einfache Anwendungen. Guinstigerweise ist der Kuhlkérper aus Alumi-
nium gefertigt.

[0019] Eine andere einfache Auspragung sieht vor, dass die eine Kuhlkérpereinheit aus zwei im
Wesentlichen quaderférmigen Kuhlkérpern mit einer elektrischen Verbindung ausgebildet ist
und dass jeweils ein Kuhlkérper mit einem Halbleiterbauelement kontaktiert ist.

[0020] FUr héhere Anforderungen an die Kuhlfunktion ist es vorteilhafte, wenn die eine Kuhl-
kérpereinheit aus einem im Wesentlichen quaderférmigen Kuahlkérper mit Langsrippen und
einer auf den Langrippen aufliegenden Abschlussplatte gebildet ist und dass zur Schwachung
des Querschnitts ein Schlitz quer durch die Langsrippen gefihrt ist, welcher auch die Ab-
schlussplatte zweiteilt. Die Langsrippen vergréRern die Warmeabgabeflache des Kuhlkdrpers
und bilden mit der Abschlussplatte Kihlkanéle zur Realisierung einer erzwungenen Konvektion.
Die geteilte Abdeckplatte dient zudem der Ubertragung der punktférmig eingeleiteten Spann-
kraft auf die Langsrippen des Kuhlkérpers.

[0021] Der zur Schwachung des Querschnitts im Bereich zwischen den Halbleiterbauelementen
vorgesehene Schlitz reicht glinstigerweise Uber die gesamte Rippenhéhe, sodass der Beitrag
der Rippen zum Widerstandsmoment des Querschnitts im Schlitz entfallt. Maltoleranzen der
Halbleiterbauelemente werden somit durch die Verformung der Kuhlkérpereinheit im Bereich
des Schlitzes ausgeglichen, sodass eine gleichmaRige Spannkraftverteilung auf beide Halblei-
terbauelemente sichergestellt ist.

[0022] Zur einfachen Ausbildung einer punktférmigen Auflage ist es von Vorteil, wenn auf der
den Halbleiterbauelementen abgewandten Seite der einen Kuhlkérpereinheit im Bereich der
beiden Symmetrieachsen Erhebungen, insbesondere Kugelkalotten, zur Bildung der punktfér-
migen Auflagen angeordnet sind. Diese kdnnen beispielsweise durch Auftragsschweien oder
durch Einpressen zweier Stahlkugeln in die Oberflache der Klhlkérpereinheit gebildet werden.

[0023] Eine andere Ausbildung der punktférmigen Auflage sieht vor, dass zwischen der einen
Kuhlkdrpereinheit und der ersten Druckplatte im Bereich der beiden Symmetrieachsen jeweils
eine Scheibe mit einer zentrischen Kugelkalotte zur Bildung der punktférmigen Auflagen ange-
ordnet ist. Derartige Scheiben sind im Handel erhaltlich, sodass kein eigener Fertigungsschritt
zur Herstellung der punktférmigen Auflagen erforderlich ist.

[0024] Fur Anwendung mit geringen Anforderungen hinsichtlich Spannkraft und Wéarmeabfuhr
ist es zudem gunstig, wenn zur Vereinfachung der Fertigung und der Montage die andere Kuhl-
kdrpereinheit und die zweite Druckplatte einstlckig ausgebildet sind.

[0025] Ansonsten ist es von Vorteil, wenn die andere Kuhlkérpereinheit aus einem im Wesentli-
chen quaderférmigen Kihlkérper mit Langsrippen und einer auf den Langrippen aufliegenden
Abschlussplatte gebildet ist. Die Kuhlkdrper der beiden Kihlkérpereinheiten kénnen dann bis
auf den Schlitz in dem einen Kuhlkérper baugleich ausgefihrt werden, wodurch wiederum die
Fertigung der Bauteile vereinfacht wird.

[0026] Die Erfindung wird nachfolgend in beispielhafter Weise unter Bezugnahme auf die bei-
geflgten Figuren erldutert. Es zeigen in schematischer Darstellung:

[0027] Fig. 1 Explosionszeichnung einer Kihlanordnung
[0028] Fig. 2 Aufriss der Kihlanordnung geméan Fig. 1

[0029] Fig. 3 Schnittdarstellung der Kihlanordnung mit der in Fig. 2 angegebenen Schnittfih-
rung

[0030] Die in Fig. 1 dargestellte Kihlanordnung umfasst zwei antiparallel geschaltete Halblei-
terbauelemente 1 und 2, welche beispielsweise als Thyristoren ausgebildet sind. Diese schei-
benférmigen Halbleiterbauelemente 1, 2 sind nebeneinander zwischen zwei Kiuhlkérpereinhei-
ten 3 und 6 angeordnet, wobei die Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente 1, 2 parallel
verlaufen. Die eine Kuhlkérpereinheit 3 umfasst einen Kihlkérper 10 mit Langsrippen, d.h. die
Rippen verlaufen auf der den Halbleiterbauelementen 1, 2 abgewandten Seite parallel zu einer
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durch die beiden Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente 1, 2 aufgespannten Ebene. Im
Bereich zwischen den Halbleiterbauelementen 1, 2 sind die Langsrippen mit einem Schlitz 10a
unterbrochen. Der Schlitz 10a verlduft in Fig. 1 entlang einer gedachten Spiegelebene der
Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente 1, 2 und reicht Gber die gesamte Héhe der Langs-
rippen. Der Schlitz 10a kann auch in anderer Weise gefihrt sein, beispielsweise in einer ge-
genlber den Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente 1, 2 geneigten Ebene. Die Anord-
nung des Schlitzes 10a soll so gewahlt werden, dass seine Projektion auf die Kontaktebene der
Kuhlkérpereinheit 3 mit den Halbleiterbauelementen 1, 2 im montierten Zustand zwischen den
beiden Kontaktflachen der Kuhlkérpereinheit 2 mit den Halbleiterbauelementen 1, 2 verlauft.

[0031] Auf der den Halbleiterbauelementen 1, 2 abgewandten Seite des Kuhlkérpers 10 um-
fasst die eine Kihlkdrpereinheit 3 eine zweigeteilte Abdeckplatte 11. Die Teilung der Abdeck-
platte 11 verlauft im montierten Zustand entlang des Schlitzes 10a des Kuhlkérpers 10, also in
Fig. 1 entlang der gedachten Spiegelebene der Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente 1,
2. Die Abdeckplatte 11 verschlieRt im montierten Zustand die oberen Offnungen zwischen den
Langsrippen des Kuhlkdrpers 10, wodurch zwischen den Langsrippen geschlossen Kihlkanéle
10b zur Realisierung einer erzwungenen Konvektion, z.B. mittels eines Geblases, ausgebildet
sind.

[0032] Die Abdeckplatte 11 dient zudem der Aufnahme der punktférmig eingeleiteten Spann-
krafte, die Uber Scheiben mit jeweils einer zentrischen Kugelkalotte als punktférmige Auflage 5
von einer ersten Druckplatte 4 auf die eine Kuhlkérpereinheit 3 Ubertragen werden. Die Kugel-
kalotten sind in den Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente 1, 2 angeordnet. Die Teilung
der Abdeckplatte 11 und der Spalt 10a des Kuhlkdrpers 10 teilen die Kuhlkérpereinheit 3 in zwei
Abschnitte mit Querschnitten, welche ein groReres Widerstandsmoment als der Querschnitt im
Bereich des Spalts 10a bzw. der Teilung aufweisen. Die Teilung der einen Kihlkérpereinheit 3
ermoglicht somit eine minimale Relativverschieben der beiden in sich steifen Abschnitte in
Richtung der Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente 1, 2 zum Ausgleich einer MaRtole-
ranz der Scheibendicken dieser Halbleiterbauelemente 1, 2.

[0033] Alternativ zu der in Fig. 1 dargestellten Anordnung kann zur punktférmigen Krafteinlei-
tung die Abdeckplatte selbst bzw. ein rippenloser Kihlkérper Erhéhungen im Bereich der Sym-
metrieachsen der Halbleiterbauelemente 1, 2 aufweisen. Dabei entféllt die Montage und somit
das Einrichten der in Fig. 1 dargestellten Scheiben zur Bildung der punktférmigen Auflagen 5.

[0034] Erfindungsgemal sind die zwei Halbleiterbauelemente 1, 2 gegen zwei Kuhlkdrperein-
heiten 3, 6 gespannt, wobei die andere Kihlkérpereinheit 6 in Fig. 1 einen Kuhlkérper 12 und
eine Abdeckplatte 13 umfasst. Dieser Kuhlkérper 12 weist ebenfalls Langsrippen zur verbesser-
ten Konvektion auf, jedoch ohne Schlitz. Auch die Abdeckplatte ist ohne Teilung aufgefthrt, weil
eine Kuhlkérpereinheit 3 mit geschwachtem Querschnitt zwischen den Halbleiterbauelementen
1, 2 zum Ausgleich der Toleranzen derselben ausreicht.

[0035] Die andere Kuhlkérpereinheit 6 ist im montierten Zustand flachig gegen eine zweite
Druckplatte 7 gespannt. Die Abdeckplatte 13 dient nur zur Ausbildung geschlossener Kihlkana-
le und ist deshalb dinner als die geteilte Abdeckplatte 11 der einen Kuhlkérpereinheit 3 aus-
fUhrbar.

[0036] Die zweite Druckplatte 7 ist mit Zugankern 8 verbunden, die im montierten Zustand
parallel zu den Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente 1, 2 durch die Kuhlanordnung
gefuhrt sind und mit entsprechenden Befestigungsmittel 9 die erste Druckplatte 4 gegen die
zweite Druckplatte 7 verspannen. Gunstigerweise sind die Zuganker 8 mit der zweiten Druck-
platte 7 verschweif3t, um mit geringem Montageaufwand eine gute Kraftibertragung sicherzu-
stellen.

[0037] Die Zuganker 8 sind beispielsweise aus einem Rundmaterial gefertigt, wobei an den
losen Enden Gewinde zur Befestigung von als Muttern ausgebildeten Befestigungsmittel 9
vorgesehen sind.

[0038] Wie in Fig. 1 dargestellt, ist es zum gleichmé&Rigen Verspannen gunstig, an jedem Eck
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der Kihlanordnung jeweils einen Zuganker 8 und zwischen den Halbleiterbauelementen 1, 2
zwei Zuganker 8 vorzusehen. Die Zuganker 8 zwischen den Halbleiterbauelementen 1, 2 sind
gunstigerweise in der Spiegelebene der beiden Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente 1,
2 angeordnet.

[0039] Zur Durchfilhrung der Zuganker 8 sind die Kuhlkérpereinheiten 3, 6 mit entsprechenden
Bohrungen versehen. Auch die erste Druckplatte 4 weist Bohrungen zur Durchfilhrung der
Zuganker 8 auf, wobei die Zuganker 8 im montierten Zustand mit den Gewinden Uber die Ober-
flache der ersten Druckplatte hinausragen.

[0040] Die erste Druckplatte 4 ist Uber die eine Kihlkérpereinheit 3 mit den dieser Kuhlkérper-
einheit 3 zugewandten Kontaktflachen der Halbleiterbauelemente 1, 2 elektrisch kontaktiert. Die
Zuganker 8 sind Uber die zweite Druckplatte 7 und die andere Kihlkérpereinheit 6 mit den
anderen Kontaktflachen der Halbeiterbauelemente 1, 2 elektrisch kontaktiert. Um einen Kurz-
schluss zwischen den voneinander abgewandten Kontaktflachen der Halbleiterbauelemente 1,
2 zu vermeiden, mussen einerseits die Bohrungen zur Durchflhrung der Zuganker 8 in der
einen Kihlkérpereinheit 3 und in der ersten Druckplatte 4 ausreichend gro3 sein und anderer-
seits die Befestigungselemente 9 gegenlber der ersten Drickplatte 4 isoliert sein. Zu diesem
Zweck sind beispielsweise die als Muttern ausgebildeten Befestigungselemente 9 mit Kunst-
stoffhllsen gegeniber den Auflageflachen auf der ersten Druckplatte 4 isoliert. Diese Kunst-
stoffhllsen reichen gunstigerweise mit einem entsprechend dimensionierten Teil in die Bohrun-
gen der einen Kuhlkdrpereinheit 3, um den erforderlichen Isolationsabstand zwischen den
Zugankern 8 und den Bohrungsmantelflachen sicherzustellen.

[0041] Im Bereich der Symmetrieachsen der Halbleiterbauelemente 1, 2 kénnen die Druckplat-
ten 4, 7 zur Versteifung eine grofRere Dicke aufweisen. Das Material und die Dicke der ersten
Druckplatte 4 bestimmen ebenso wie das Material und der Querschnitt der Zuganker 8 die
mdgliche Verspannkraft. Glnstigerweise sind die Druckplatten 4, 7 und die Zuganker 8 sowie
die Befestigungsmittel 9 aus Stahl zur Erzielung einer hohen Verspannkraft bis ca. 100 kN je
Halbleiterbauelement 1, 2 gefertigt.

[0042] Die elektrischen Kontakte der Halbeiterbauelemente sind Uber Stromschienen 14, 15
nach auRen gefuhrt. Dabei ist eine erste Stromschiene 14 mittels geeigneter Befestigungsmittel
elektrisch mit der einen Kuhlkérpereinheit 3 verbunden. Zu diesem Zweck ist beispielsweise die
eine Kuhlkérpereinheit 3 an einer Stirnseite verlangert um eine Auflageflache zur Anbringung
der Stromschiene 14 zu schaffen. Die andere Kihlkdrpereinheit 6 ist auf der gegengleichen
Stirnseite zur Anbringung der zweiten Stromschiene 15 verldngert. Diese Anordnung der
Stromschienen 14, 15 hat den Vorteil, dass die Verbindungen zwischen den Stromschienen 14,
15 und den Kuhlkérpereinheiten 3, 6 unbeeinflusst von den infolge des Verspannens auftreten-
den Relativbewegungen innerhalb der Kihlanordnung bleiben. In Fig. 1 sind des Weiteren
Sicherungen 16 dargestellt, Gber welcher die erste Stromschiene 14 an die Phase eines Wech-
selspannungsnetzes anschlieBbar ist.

[0043] Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 dargestellte Anordnung im montierten Zustand in einer Aufsicht.
Dabei ist eine Schnittfiihrung A-A der in Fig. 3 dargestellten Schnittdarstellung eingezeichnet.

[0044] In der Schnittdarstellung ist einer der Kuhlkanéle 10b dargestellt, die durch die Abdeck-
platte 11 auf den Langsrippen der einen Kihlanordnung 3 gebildet werden. Im Betrieb geben
die Halbleiterbauelemente 1, 2 Warme an die Kuhlkérper 10, 12 ab, welche glnstigerweise aus
Aluminium gefertigt sind. In den Kuhlkanalen wird der Grofteil dieser Warme an ein Kuihimedi-
um, z.B. Luft, abgegeben. Die restliche Warme wird Uber die sonstige Oberflache der Kihlan-
ordnung an die Umgebung abgegeben.

[0045] Die Montage der KUhlanordnung erfolgt beispielsweise mittels einer Presse, insbesonde-
re einer Hydraulikpresse mit einstellbarer Druckkraft. Nach dem Zusammenfligen der einzelnen
Teile, wobei die Halbleiterbauelemente 1, 2 und die Scheiben zur Bildung punktférmiger Aufla-
gen 5 vorzugsweise mittels Schablonen auf gemeinsame Symmetrieachsen eingerichtet wer-
den, erfolgt ein Verspannen der Kihlanordnung durch Aufbringen einer vorgegebenen Spann-
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kraft mittels Presse. Im verspannten Zustand werden die Befestigungselemente 9 so lange
angezogen, bis die Elemente der Klhlanordnung, gréRtenteils durch Verformung der ersten
Druckplatte 4 und durch Dehnung der Zuganker 8, die Spannkraft aufbringen.

Patentanspriiche

1. Kuhlanordnung, umfassend zwei nebeneinander angeordnete, scheibenférmige Halbleiter-
bauelemente (1, 2), insbesondere Thyristoren, mit zueinander ungefahr parallel ausgerich-
teten Symmetrieachsen, welche mittels nur einer Spannvorrichtung zwischen zwei Kihl-
kérpereinheiten (3, 6) gespannt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die eine Kihlkérper-
einheit (3) an der den Halbleiterbauelementen (1, 2) abgewandten Seite Langsrippen auf-
weist und im Bereich zwischen den beiden Halbleiterbauelementen (1, 2) einen Schlitz
quer durch die Langrippen zur Schwéachung des Querschnitts aufweist und dass die eine
Kuhlkdrpereinheit mit der den Halbleiterbauelementen (1, 2) abgewandten Seite Uber
punktférmige Auflagen (5) im Bereich der Symmetrieachsen gegen eine erste Druckplatte
(4) gedruckt ist, indem eine an die andere Kihlkérpereinheit (6) gekoppelte zweite Druck-
platte (7) Gber Zuganker mit der ersten Druckplatte (4) verspannt ist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der im Bereich zwischen
den Halbleiterbauelementen vorgesehene Schlitz Uber die gesamte Rippenhéhe reicht.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das die beiden Halb-
leiterbauelemente (1, 2) antiparallel geschaltet sind.

4. Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die eine
Kuhlkérpereinheit (3) aus einem im Wesentlichen quaderférmigen Kihlkérper (10) mit
Langsrippen und einer auf den Langrippen aufliegenden Abschlussplatte (11) gebildet ist
und dass zur Schwéachung des Querschnitts ein Schlitz (10a) quer durch die Langsrippen
gefuhrt ist, welcher auch die Abschlussplatte (11) zweiteilt.

5. Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
den Halbleiterbauelementen (1, 2) abgewandten Seite der einen Kihlkdérpereinheit (3) im
Bereich der beiden Symmetrieachsen Erhebungen, insbesondere Kugelkalotten, zur Bil-
dung der punktférmigen Auflagen (5) angeordnet sind.

6. Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
der einen Kuhlkdrpereinheit (3) und der ersten Druckplatte (4) im Bereich der beiden Sym-
metrieachsen jeweils eine Scheibe mit einer zentrischen Kugelkalotte zur Bildung der
punktférmigen Auflagen (5) angeordnet ist.

7. Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die andere
Klhlkérpereinheit (6) und die zweite Druckplatte (7) einstickig ausgebildet sind.

8. Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass die andere
Klhlkérpereinheit (6) aus einem im Wesentlichen quaderférmigen Kuhlkérper (12) mit
Langsrippen und einer auf den Léngrippen aufliegenden Abschlussplatte (13) gebildet ist.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

6/8



> Ssterreichisches AT 506 778 B1 2012-04-15
V patentamt

Fig. 1
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